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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Beleuchtungseinheit
mit einem flachenférmigen Tragerteil, auf dem beidseitig
jeweils eine Mehrzahl von lichtemittierenden Halbleiter-
bauelementen, insbesondere Hochleistungs-Leucht-
dioden, angeordnet sind, und auf jeder Seite des Trager-
teils jeweils ein Kihlkodrper vorgesehen ist.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, dass bei Kraftfahrzeugen ver-
schiedene Beleuchtungseinrichtungen, wie beispiels-
weise Blinkleuchten eingesetzt werden, bei denen so-
wohl in eine vordere als auch in eine rickwartige Rich-
tung Licht ausgestrahlt wird. Als lichtemittierende Bau-
elemente werden heutzutage auch Halbleiterbauele-
mente, insbesondere Hochleistungs-Leuchtdioden
(LED) eingesetzt, wie sie beispielsweise aus der DE 101
17 889 A1 bekannt sind. Die Leistungsaufnahme dieser
Hochleistungs-LED’s liegt meist zwischen 1 bis 3 W oder
héher, was besondere Vorkehrung zur Warmeabfuhr er-
forderlich macht. Ublicherweise werden diese Hochlei-
stungs-Leuchtdioden auf zwei getrennten Leiterplatten
angeordnet. Die Blindelung der Strahlung erfolgt bei be-
kannten Vorrichtungen jeweils Uber separate Reflekto-
ren auf der Vorderseite bzw. auf der Rickseite. Um die
bei Betrieb anfallende Warme abzuleiten, ist bekannt,
zwischen den Leiterplatten einen Kihlkérper vorzuse-
hen. Diese ist aber aufwandig und erfordert ein entspre-
chendes Bauvolumen.

Aus der DE 199 22 176 C2 ist eine oberflachenmontierte
LED-Anordnung bekannt, bei der eine Leiterplatte mit
ihrer den LED’s abgewandten Seite auf einem Kihlkor-
per angebracht ist, wodurch die Warmeableitung nach
hinten unterstltzt wird. Diese Konstruktion ermdglicht
aber nur eine Abstrahlung des Lichtes in eine Richtung.
[0003] DasDokumentDE 19917401 A1 offenbartden
Oberbegriff des Anspruchs 1.

Darstellung der Erfindung

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei
einer Beleuchtungseinheit, bei der eine Mehrzahl von
lichtemittierenden Halbleiterbauelementen auf beiden
Hauptflachen eines flachenférmigen Trégerteils ange-
ordnet sind, auf mdglichst einfache Weise eine verbes-
serte Warmeableitung zu schaffen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Beleuchtungs-
einheit mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 ge-
I6st. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand von abhéngigen Ansprichen.

[0006] Bei einer Beleuchtungseinheit mit einem fl&-
chenférmigen Tragerteil, auf dem beidseitig jeweils eine
Mehrzahl von lichtemittierenden Halbleiterbauelemen-
ten, insbesondere Hochleistungs-Leuchtdioden, ange-
ordnet sind, und bei der auf jeder Seite des Tragerteils
jeweils ein Kihlkérper vorgesehen ist, ist erfindungsge-
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mal vorgesehen,

- dass jedes Halbleiterbauelement mittels eines War-
meleitmittels, das durch eine Durchfiihrung des Tra-
gerteils hindurchgefihrt ist, gut warmeleitend mit ei-
nem, an der dem Halbleiterbauelement gegeniiber-
liegenden Seite des Tragerteils vorgesehenen Kiihl-
korper verbunden ist, und

- dassanjedem der Kiihlkérper zumindest ein Reflek-
tor ausgebildet ist, der eine reflektierende Oberfla-
che aufweist, welche die Lichtemission eines Halb-
leiterbauelementes blindelt, welches auf der diesem
Kihlkorper zugewandten Seite des Tragerteils an-
geordnet ist.

[0007] Dadurch wird von einem Bauteil sowohl die
Funktion der Kuhlung, als auch die Funktion der Binde-
lung der Lichtstrahlen erbracht. Dies vereinfacht die Kon-
struktion erheblich. Verglichen mit bislang bekannten
Konstruktionen entfallen die Kosten fiir die zweite Leiter-
platte und die Kosten separater Reflektoren. Die Be-
leuchtungseinheit bendtigt insgesamt ein vergleichswei-
se geringes Bauvolumen und hat ein vergleichsweise ge-
ringeres Gewicht auf. Die direkte Warmeabfuhr auf einen
Kuhlkérper, der auf der gegeniiberliegenden Seite des
Tragerteils vorgesehenist, hat den Vorteil, dass eine ver-
gleichsweise groRere Warmelibergangsflache genutzt
werden kann. Im Ergebnis kénnen die Hochleistungs-
Leuchtdioden mit einem héheren Strom betrieben wer-
den, wodurch eine gréRRere optische Leistung gezielt wer-
den kann.

Das Tragerteil kann eine herkdmmliche Leiterplatte, bei-
spielsweise eine starre FR4 Leiterplatte oder ein ebenes
Keramiksubstrat sein. Das Tragerteil kann aber auch ge-
krimmt durch eine flexible Leiterplatte, beispielsweise
aus Polyimid, gebildet werden. Je nach Ausbildung des
Tragerteils kann das zum Transport der Warme auf die
gegenuberliegende Seite des Tragerteils dienende War-
meleitmittel unterschiedlich ausgefihrt sein, zum Bei-
spiel bei einem starren, plattenférmigen Trager durch
herkdmmliche Durchkontaktierung oder durch ein metal-
lisches Einsatzteil, das in einer Durchbrechung der Tra-
gerplatte oberflachenblindig eingesetzt ist. Fir die Aus-
bildung der reflektierenden Oberflache stehen verschie-
dene Oberflachenbehandlungsverfahren zur Verfligung,
wie beispielsweise das Aufbringen einer spiegelnden
Hochglanzschicht.

Es kann von Vorteil sein, wenn jedem auf einer Haupt-
flache angeordneten Halbleiterbauelement jeweils ein
Reflektor zugeordnet ist, der an einem, zu dieser Haupt-
flache benachbart liegenden Kiihlkérper ausgebildet ist.
[0008] Fir eine kostenglnstige Fertigung kann es
gunstig sein, wenn jeder Kiihlkérper und jeder an diesem
Kihlkérper ausgebildete Reflektor einstiickig und mate-
rialeinheitlich aus einem gut warmeleitenden Werkstoff,
z.B. einem Metall hergestellt ist. Dadurch l&sst sich die-
ses integrale Bauteil, das sowohl zur Kiihlung der Halb-
leiterbauelemente als auch zur Lenkung des ausge-
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strahlten Lichts dient, in groRen Stiickzahlen, beispiels-
weise in Spritzgusstechnik kostenglinstig herstellen.
[0009] Fiirdie Bindelung der Lichtstrahlen in eine ge-
wiinschte Strahlrichtung kann der Reflektor beispielswei-
se als sphérischer Konkavspiegel oder als Parabolid-
spiegel ausgebildet sein, in dessen Brennebene ein zu-
geordnetes, lichtemittierendes Halbleiterbauelement an-
geordnet ist.

[0010] Eine kostenglinstige Ausfiihrung mit effizienter
Warmeabfuhr kann so ausgefiihrt sein, dass das Trager-
teil eine Leiterplatte ist, auf der die Halbleiterbauelemen-
te, - gesehen in einer Sicht durch die Ebene der Leiter-
platte hindurch -, jeweils gleich beabstandet angeordnet
sind. Der Versatz zwischen den Bauelementen auf der
Vorderseite und denen auf der Riickseite beglinstigt den
Warmetransport auf den Kihlkoérper der jeweils gegen-
Uberliegenden Seite des Tragerteils.

[0011] Der Warmetransport durch die Leiterplatte hin-
durch kann mit Vorteil als thermische Durchkontaktie-
rung, sogenannte "thermal vias" ausgebildet sein. Diese
"thermal vias" bestehen aus mit Lot gefillten Bohrungen
und werden im Herstellungsprozess einer Leiterplatte
weitgehend wie elektrische Durchkontaktierungen ge-
handhabt. Sie liegen mit einem Ende am Halbleiterbau-
element an und sind am anderen Ende mit einer warme-
leitenden Schicht verbunden, die auf der gegeniiberlie-
genden Hauptflache des Tragerteils ausgebildet ist. Die
warmeleitende Schicht kann z.B. eine Cu-Schicht sein.
[0012] Hinsichtlich eines geringen Gewichtsistes glin-
stig, wenn jeder Kihlkérper als Formkdrper ausgebildet
ist, der Abstitzteile aufweist, die in einem zusammenge-
bauten Zustand jeweils auf einer dieser warmeleitenden
Schichten abgestlirzt sind.

[0013] Ein besonders kompakter Aufbau Iasst sich er-
reichen, wenn die Halbleiterbauelemente in Oberfla-
chenmontage auf den Hauptflichen des Tragerteils
montiert sind.

[0014] Eine gute thermische Entkopplung zwischen
LED’s auf der Vorder- und Riickseite 18sst sich dadurch
erreichen, indem jedes auf einer der Hauptflachen mon-
tierte Halbleiterbauelement durch einen Ringspalt von
dem dieser Hauptflache zugewandten Kiihlkérper beab-
standet ist. Wenn die LED’s der Vorder- und Riickseite
nicht gleichzeitig betrieben werden, ist dadurch die Be-
triebstemperatur geringer.

[0015] Fir eine Blinkleuchte bei einem KFZ kann eine
Beleuchtungseinrichtung vorteilhaft sein, bei der an je-
dem der Kihlkérper mehrere Reflektoren so ausgebildet
sind, dass sich benachbarte Strahlungscharakteristik
Uberlappt.

[0016] Hinsichtlich der Warmeabfuhr kann es vorteil-
haft sein, wenn bei einem Kihlkdrper der Reflektor und
die Kuhlrippen materialeinheitlich ausgebildet sind und
die Kihlrippen in Strahlungsrichtung sich erstrecken.
[0017] Je nach gewinschter Lichtintensitat kann eine
unterschiedliche Anzahl von LED’s auf der Vorder- bzw.
- Rickseite des Tragerteils vorteilhaft sein.
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0018] Zur weiteren Erlauterung der Erfindung wird im
nachfolgenden Teil der Beschreibung auf die Zeichnun-
gen Bezug genommen aus denen weitere vorteilhafte
Ausgestaltungen, Einzelheiten und Weiterbildungen der
Erfindung zu entnehmen sind.

Es zeigen:
Figur 1 eine erfindungsgemafe Beleuchtungseinheit
in einem zusammengebauten Zustand in ei-
ner Vorderansicht;

Figur 2  eine erfindungsgemafe Beleuchtungseinheit
in einem zusammengebauten Zustand in ei-
ner Rickansicht;

Figur 3  die erfindungsgemafle Beleuchtungseinheit,
gesehen von oben;

Figur 3  die erfindungsgemale Beleuchtungseinheit,
dargestellt in einer Explosionszeichnung, ge-
sehen von schrag unten;

Figur 5 die erfindungsgemafe Beleuchtungseinheit
in einer Schnittzeichnung;

Figur 6 einevergroRerte Darstellung des Details X der

Figur 5.
Ausfuhrung der Erfindung

[0019] Die Figur 1 und die Figur 2 zeigt ein Ausflh-
rungsbeispiel der erfindungsgemafien Beleuchtungsein-
richtung in einer raumlichen Darstellung als Vorder- bzw.
Riickansicht. Die Beleuchtungseinrichtung istinsgesamt
mit dem Bezugszeichen 12 gekennzeichnet. Sie besteht
im vorliegenden Beispiel im Wesentlichen aus einer Lei-
terplatte 3, die beidseitig mit Hochleistungs-Leucht-
dioden 6 bestuckt ist und nach Art eines Sandwichs zwi-
schen zwei Kihlkdrper 4,5 mittels Befestigungsschrau-
ben 20 zusammengehalten ist. Jeder Kiihlkérper besitzt
Kuhlrippen 8. Diese Kihlrippen 8 zeigen jeweils in Strah-
lungsrichtung der Reflektoren 18, die an jedem Kiihlkor-
per 4 bzw. 5 ausgebildet sind. Der Kuhlkérper 4 bzw. 5
bildet mit dem jeweiligen Reflektor 18 eine bauliche Ein-
heit, welche jeweils die Doppelfunktion der Warmeablei-
tung und der Lichtstrahl-Lenkung erfillt. Die Kiihlkérper
4 bzw. 5sindin diesem Beispiel als Spritzgussformkdrper
aus einem Metall hergestellt und auf einem Gestell 13
angeordnet.

[0020] Wie am besten aus der auseinander gezoge-
nen Darstellung der Figur 3 bzw. der Figur 4 zu erkennen
ist, weist jeder Kihlkdrper 4,5 jeweils ein Abstltzteil 10
bzw. 11 auf. Jedes dieser Abstiitzteile 10 bzw. 11 diente
zur Entwarmung der jeweils gegenuberliegenden Hoch-
leistungs-Leuchtdiode, was im Folgenden naher erlau-
tert ist:
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[0021] In einem zusammengebauten Zustand kommt
jedes Abstutzteil 10 des Kuhlkorpers 4 mit einer Warme-
leitflache 14, im vorliegenden Fall eine Cu-Schicht, in
Berlihrung, die auf der Hauptflache 1 der Leiterplatte 3
ausgebildet ist.

Wie aus Figur 3 leicht zu ersehen ist, befinden sich auf
der Hauptflache 1 zwei dieser warmeleitenden Schichten
14. Die warmeleitenden Schichten 14 sind wiederum mit
den vier auf der zweiten Hauptflache 2 (siehe Figur 4)
der Leiterplatte 3 angeordneten vier Hochleistungs-
Leuchtdioden 6 durch "thermal vias" gut warmeleitend
verbunden. Auf diese Weise wird die bei Betrieb der vier
LED’s anfallende Warme zum Kihlkorper 4, der der er-
sten Hauptflache 1 zugewandt ist, Gbertragen und von
dort an den AuRenraum abgeleitet.

[0022] Dementsprechend kommt in einem zusam-
mengebauten Zustand jedes Abstutzteil 11 des riickwar-
tigen Kihlkorpers 5 mit einer Warmeleitflache 15, die am
besten aus Figur 4 zu erkennen ist, zur Anlage. Die war-
meleitende Schicht 15 ist wieder eine Cu-Schicht die in
an sich bekannter Weise auf der zweiten Hauptflache 2
der Leiterplatte 3 ausgebildet ist. Auf der Rickseite 2
sind drei dieser warmeleitenden Schichten 15 ausgebil-
det. Jede dieser Schichten 15 ist jeweils mit einem Paar
der sechs Hochleistungs-Leuchtdioden 6 (siehe Figur 3)
auf der Vorderseite 1 der Leiterplatte 3 thermisch ver-
bunden. Die thermische Verbindung erfolgt wieder durch
sogenannte "thermal vias". In einem zusammengebau-
ten Zustand werden diese sechs, auf der Vorderseite 1
der Leiterplatte 3 angeordneten Hochleistungs-Leucht-
dioden 6 vom riickwartigen Kiihlkérper 5 entwarmt.
[0023] Mit anderen Worten ausgedriickt, jede Hoch-
leistungs-Leuchtdiode der einen Seite, wird von einem,
auf der anderen Seite angeordneten Kuhlkérper ent-
warmt, der gleichzeitig Reflektor fiir LED’s ist, die auf der
ihm zugewandten Hauptflache angeordnet sind.

[0024] Dieses erfindungsgemafe Entwarmungskon-
zept ist in Figur 5 in einer Schnittzeichnung dargestellt.
Die Zeichnung zeigt im Schnitt zwei Hochleistungs-
Leuchtdioden 6 auf der zweiten Hauptflache 2 der Lei-
terplatte 3. Die anfallende elektrische Verlustleistung
wird durch die Leiterplatte 3 hindurch (siehe Detail X der
Figur 6) auf ein dahinter liegendes Abstiitzteil 10 des
KUhl-Formkorpers 4 Gbertragen, dessen Oberflache die
Warme an die Umgebungsluft abgibt.

[0025] In der Figur 6 ist das Detail X der Figur 5 ver-
groRert dargestellt. Die LED 6 istin Oberflachenmontage
auf der zweiten Hauptflache 2 der Leiterplatte 3 geldtet.
Die Leiterplatte 3 weist mehrere als Bohrungen ausge-
bildete Durchbrechungen 17 auf. Diese Bohrungen 17
sind mit Lot geflllt und bilden eine thermische Durchkon-
taktierung 16. Mit ihrer Riickseite liegt die LED 6 an die-
sen metallisch geflllten Durchkontaktierungen 16 an,
wodurch die bei Betrieb in der LED 6 erzeugte Warme
nach rickwarts zunachst auf die warmeleitende Cu-
Schicht 14 geleitet wird. Auf der warmeleitenden Schicht
14 ist ein Abstutzteil 10 eines Kuhlkorper 4 abgestitzt,
derdieinderLED 6 erzeugte Warme ableitet. Wie bereits
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eingangs erwahnt, ist anstelle der thermischen Durch-
kontaktierung 16 auch ein metallisches Einlegeteil in ei-
nem Durchbruch der Leiterplatte 3 denkbar.

[0026] Zum Zwecke der thermischen Entkopplung ist
zwischen der LED 6 und dem Kiihlkérper 5, der der zwei-
ten Hauptflache 2 zugewandt sind, ein Ringspalt 19 aus-
gebildet. Ein entsprechender Ringspalt 19 ist auch zwi-
schen den LED’s auf der ersten Hauptflache 1 und dem
Kuhlkorper 4 ausgebildet (Figur 1).

Zusammenstellung der verwendeten Bezugszeichen
[0027]

erste Hauptflache

zweite Hauptflache

Tragerteil

Kuhlkérper auf 1

Kuhlkérper auf 2
Hochleistungs-Leuchtdiode (LED)
reflektierende Oberflache
Kuhlrippen

O~NO OO~ WOWN =

10  Abstutzteil

11 Abstutzteil

12 Beleuchtungseinheit

13 Gestell

14  warmeleitende Schicht auf 1
15  warmeleitende Schicht auf 2
16  thermische Durchkontaktierung
17 Durchbrechung

18  Reflektor

19  Spalt

20 Befestigungsschrauben

Patentanspriiche

1. Beleuchtungseinheit mit einem flachenférmigen
Tragerteil (3), auf dem beidseitig jeweils auf einer
Hauptflache (1,2) eine Mehrzahl von lichtemittieren-
den Halbleiterbauelementen (6), insbesondere
Hochleistungs-Leuchtdioden, angeordnet sind, und
auf jeder Seite des Tragerteils (3) jeweils ein Kihl-
koérper (4,5) vorgesehen ist, dadurch gekennzeich-
net,

- dass jedes der Halbleiterbauelemente (6) mit-
tels eines Warmeleitmittels (16), das durch eine
Durchbrechung (17) des Trégerteils (3) hin-
durchgeflhrtist, gut warmeleitend mit einem auf
der gegenliberliegenden Seite des Tragerteils
(3) vorgesehenen Kiihlkérper (4,5) verbunden
ist, und

- dass an jedem Kihlkérper (4,5) zumindest ein
Reflektor (18) ausgebildet ist, der eine reflektie-
rende Oberflache (7) aufweist, welche die Lich-
temission eines Halbleiterbauelementes (6)
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biindelt, welches auf der diesem Kiihlkdrper zu-
gewandten Seite des Tragerteils (3) angeordnet
ist.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedem der auf einer Hauptfla-
che (1,2) angeordneten Halbleiterbauelemente (6)
jeweils ein Reflektor (18) zugeordnet ist, der an ei-
nem dieser Hauptfliche zugewandten Kihlkorper
(4,5) ausgebildet ist.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder an einem der
Kahlkorper (4,5) ausgebildete Reflektor (18) mit die-
sem Kuhlkérper einstickig und materialeinheitlich
aus einem metallischen Werkstoff hergestellt ist.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Reflektor (18) als Teil ei-
nes spharischen Konkavspiegels ausgebildet ist, in
dessen Brennebene ein zugeordnetes Halbleiter-
bauelement (6) angeordnet ist.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an jedem der Kihlkérper (4,5)
mehrere Reflektoren (18) so ausgebildet sind, dass
sich eine benachbarte Strahlungscharakteristik
Uberlappt.

Beleuchtungseinrichtung nach einem der Anspri-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Tragerteil (3) eine Leiterplatte ist, auf der die Halb-
leiterbauelemente (6), gesehen in einer Sicht durch
die Ebene der Leiterplatte hindurch, gleich beab-
standet angeordnet sind.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Warmeleitmittel als ther-
mische Durchkontaktierungen (16) ausgebildet ist,
welche jeweils an einem Ende mit einem Halbleiter-
bauelement (6) und am gegentiberliegenden Ende
mit einer warmeleitenden Schicht (14,15), die auf
der, diesem Halbleiterbauelement (6) gegenlberlie-
genden Hauptflache des Tragerteils (3) ausgebildet
ist, verbunden ist.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in einem zusammengebauten
Zustand auf jeder warmeleitenden Schicht (14,15)
jeweils zumindest ein Abstlitzteil (10,11) eines einer
Schicht (14,15) zugewandten Kuhlkérpers (4,5) ab-
gestizt ist.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halbleiterbauelemente (6)
in Oberflachenmontage auf den Hauptflachen (1,2)
des Tragerteils (3) montiert sind.
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10.

11.

12.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes der auf einer Hauptfla-
che (1,2) montierten Halbleiterbauelemente (6) je-
weils durch einen Spalt (19) von dem dieser Haupt-
flache (1,2) zugewandten Kihlkdrper (4,5) beab-
standet ist.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Kiihlkérper (4,5) Kihl-
rippen (8) aufweist.

Beleuchtungseinheit nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzahl der Halbleiter-
bauelemente (6) auf der ersten Hauptflache (1) un-
terschiedliche zur Anzahl der Halbleitebauelemente
(6) auf der zweiten Hauptflache (2) ist.

Claims

lllumination unit with a planar carrier part (3) having
a plurality of light-emitting semiconductor compo-
nents (6), in particular high-power light-emitting di-
odes, arranged on each of the two sides on a main
surface (1,2), wherein a heat sink (4,5) is provided
on each side of the carrier part (3), characterised
in that,

- each of the semiconductor components (6) is
connected in an efficient heat-conducting man-
ner to a heat sink (4,5) provided on an opposite
side of the carrier part (3) by way of a heat con-
ducting means (16) that is fed through an open-
ing (17) in the carrier part (3) and

- on each heat sink (4,5) at least one reflector
(18) is embodied having a reflective surface (7)
which concentrates the light emitted from a sem-
iconductor component (6) which is arranged on
the side of the carrier part (3) facing this heat
sink.

lllumination unitaccording to claim 1, characterised
in that a reflector (18) is assigned to each of the
semiconductor components (6) arranged on a main
surface (1,2) which is embodied on one of these heat
sinks (4,5) facing this main surface.

lllumination unit according to claim 1 or 2, charac-
terised in that each reflector (18) embodied on one
ofthese heat sinks (4,5) is manufactured in one piece
from the same material as said heat sink and is made
of a metallic material.

lllumination unitaccording to claim 3, characterised
in that each reflector (18) is embodied as part of a
spherical concave mirror with an assigned semicon-
ductor component (6) arranged in its focal plane.



10.

1.

12.

9 EP 1 995 514 B1 10

lllumination unitaccording to claim 4, characterised
in that several reflectors (18) are embodied on each
of these heat sinks (4,5) so that a neighbouring ra-
diation pattern overlaps.

lllumination unit according to one of claims 2 to 5,
characterised in that the carrier part (3) is a printed
circuit board, on which the semiconductor compo-
nents (6) are arranged equidistantly, viewed through
the plane of the printed circuit board.

[llumination unitaccording to claim 6, characterised
in that the heat conducting means is embodied as
a thermal via (16) which is connected at one end to
a semiconductor component (6) and at the opposite
end to a heat-conducting layer (14,15) embodied on
the main surface of the carrier part (3) lying opposite
said semiconductor component (6).

lllumination unitaccording to claim 7, characterised
in that in an assembled state on each heat-conduct-
ing layer (14,15) at least one support (10,11) of a
heat sink (4,5) facing a layer (14, 15) is supported in
each case.

lllumination unitaccording to claim 8, characterised
in that the semiconductor components (6) are
mounted by surface mounting on the main surfaces
(1,2) of the carrier part (3).

lllumination unitaccording to claim 9, characterised
in that each of the semiconductor components (6)
mounted on a main surface (1,2) is distanced from
the heat sink (4,5) facing this main surface (1,2) by
a clearance (19) in each case.

lllumination unit according to claim 10, character-
ised in that each heat sink (4,5) has cooling fins (8).

lllumination unit according to claim 10, character-
ised in that the number of semiconductor compo-
nents (6) on the first main surface (1) is different from
the number of semiconductor components (6) on the
second main surface (2).

Revendications

Unité d’éclairage comprenant une piéce support (3)
de forme plane sur laquelle est disposée des deux
cOtés, sur une surface principale (1, 2), une pluralité
de composants semi-conducteurs (6) émettant de la
lumiére, en particulier des diodes électrolumines-
centes a haute puissance, et de chaque coté de la-
dite pieéce support (3) est prévu un radiateur (4, 5),
caractérisée en ce que

- par I'intermédiaire d’'un moyen thermoconduc-
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teur (16) guidé a travers une rupture (17) de la
piece support (3), chacun des composants
semi-conducteurs (6) est relié avec une bonne
conduction thermique a un radiateur (4, 5) prévu
sur le cdté opposé de la piece support (3), et

- sur chaque radiateur (4, 5) est réalisé au moins
un réflecteur (18) qui posséde une surface ré-
fléchissante (7), laquelle focalise I'’émission de
lumiére d’'un composant semi-conducteur (6)
disposé sur le coté faisant face audit radiateur
de la piéce support (3).

Unité d’éclairage selon la revendication 1, caracté-
risée en ce qu’a chacun des composants semi-con-
ducteurs (6) disposés sur une surface principale (1,
2) est associé un réflecteur (18), lequel est réalisé
sur un radiateur (4, 5) faisant face a ladite surface
principale.

Unité d’éclairage selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que chaque réflecteur (18) réalisé
sur l'un des radiateurs (4, 5) est fabriqué en une seu-
le piece avecleditradiateur et de maniére homogene
a partir d'un méme matériau métallique.

Unité d’éclairage selon la revendication 3, caracté-
risée en ce que chaque réflecteur (18) est réalisé
en tant que partie d’'un miroir concave sphérique
dans le plan focal duquel est disposé un composant
semi-conducteur (6) associé.

Unité d’éclairage selon la revendication 4, caracté-
risée en ce que plusieurs réflecteurs (18) sont réa-
lisés sur chacun des radiateurs (4, 5), de sorte qu'il
y a chevauchement d’'une caractéristique de rayon-
nement voisine.

Unité d’éclairage selon I'une des revendications 2 a
5, caractérisée en ce que la piéce support (3) est
une carte de circuit imprimé sur laquelle les compo-
sants semi-conducteurs (6), vus a travers le plan de
ladite carte, sont disposés a distance égale.

Unité d’éclairage selon la revendication 6, caracté-
risée en ce que ledit moyen thermoconducteur est
congu sous forme de contact traversant thermique
(16), relié a une extrémité a un composant semi-
conducteur (6) etal'extrémité opposée a une couche
thermoconductrice (14, 15) réalisée sur la surface
principale en regard dudit composant semi-conduc-
teur (6) de la piéce support (3).

Unité d’éclairage selon la revendication 7, caracté-
risée en ce qu’al’étatassemblé, sur chaque couche
thermoconductrice (14, 15), au moins une piéce
d’appui (10, 11) d’un radiateur (4, 5) faisant face a
une couche (14, 15) est en appui.
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Unité d’éclairage selon la revendication 8, caracteé-
risée en ce que les composants semi-conducteurs
(6) sont montés sur les surfaces principales (1, 2)
de la piéce support (3) selon la technique de mon-
tage en surface.

Unité d’éclairage selon la revendication 9, caracté-
risée en ce que chacun des composants semi-con-
ducteurs (6) montés sur une surface principale (1,
2) est séparé du radiateur (4, 5) faisant face a ladite
surface principale (1, 2) par un espace (19).

Unité d’éclairage selon la revendication 10, carac-
térisée en ce que chaque radiateur (4, 5) a des
ailettes de refroidissement (8).

Unité d’éclairage selon la revendication 10, carac-
térisée en ce que le nombre de composants semi-
conducteurs (6) sur la premiéere surface principale
(1) est différent du nombre de composants semi-con-
ducteurs (6) sur la deuxiéme surface principale (2).
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